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Abstract (en)
Moulding material containing 20-50 vol.% of a powder of one or more metal oxides, optionally together with metal carbides and/or nitrides which
are not reduced by hydrogen, in a fluid binder, ≥ 65 vol.% of the powder having NOTGREATER 0.5 mu m particle size, with the remainder having
NOTGREATER 1 mu m particle size, and ≥ 90 vol.% of the powder consisting of metal oxides, which are reduced by hydrogen. Preferably, the fluid
binder is an organic polymer. Also claimed is the use of hydrogen-reducible metal oxides of particle size NOTGREATER 0.5 mu m for producing
injection moulding materials. Further claimed is a method of producing metal mouldings by injection moulding the above moulding material,
removing the binder and then reducing and sintering the resulting moulding in the presence of hydrogen.

Abstract (de)
Die Formmasse enthält in einem fließfähigen Bindemittel 20 bis 50 Vol.-%, bezogen auf das Gesamtvolumen der Formmasse, eines Pulvers
aus einem oder mehreren Metalloxiden und gegebenenfalls nicht mit Wasserstoff reduzierbaren Metallcarbiden und/oder Metallnitriden, wobei
mindestens 65 Vol.-% des Pulvers eine Teilchengröße von maximal 0,5 µm und der Rest des Pulvers eine Teilchengröße von maximal 1 µm
aufweisen, und mindestens 90 Vol.-% des Pulvers aus mit Wasserstoff reduzierbaren Metalloxiden bestehen. Als mit Wasserstoff reduzierbare
Metalloxide werden Fe2O3, FeO, Fe3O4, NiO, CoO, Co3O4, CuO, Cu2O, Ag2O, Bi2O3, WO3, MoO3, SnO, SnO2, CdO, PbO, Pb3O4, PbO2,
Cr2O3 oder Gemische davon eingesetzt.
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